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緒言 

 ダイバータ板におけるアーマ材とヒートシ

ンク材との接合に、先進的ろう付け W/Cu 接合

法[1]が有力視されており、また他に、爆発圧接

[2]、摩擦攪拌接合[3]なども検討されている。

我々は、簡便性、清浄性、伝熱性といった観点

から、直接W/Cu 接合法に取り組んでいる。 

 

実験方法 

 1 cm角のWおよびCu板をアセトンにより洗

浄した後、単軸圧力0.1, 0.5 MPaG下にて300–

700 °Cで1–7 h加熱し接合した。接合界面の機械

的安定性の評価として引き剥がし垂直応力の

測定、また、熱伝導性の指標として界面導電率

の測定を行った。 

 

結果・考察 

 接合強度の圧力、温度、時間依存性につき、

再現性も含め調査中であるが、現時点で500 °C

という比較的低温であっても1 MPa近い強度が

得られている（図1）。なお、300 °Cでは接合は

形成されなかった。高温によるCuの軟化や、長

時間の加熱による界面での酸化物形成などが

関与するものと考えられる。 

 

 
図1. 作製したW/Cu試料の各接合圧力・温度条件に

おける接合強度の接合時間依存性 

 

 

 電流–電圧特性については、接合条件により、

直線的なオーミック特性、また、曲線的なショ

ットキー特性の接合が形成されることが分か

った（図2）。接合温度が高く、接合時間が長

いほど、導電率すなわち伝熱性は低くなる傾向

が見られ、界面で金属の酸化物が形成され、エ

ネルギー障壁となっている可能性が示唆され

た。今後、化学的表面前処理等[4]の導入により

接合強度の向上、接合温度の低下を目指す。 

 

 

図2. 接合圧力0.5 MPaGにて作製したW/Cu試料の

代表的な界面電流–電圧特性 
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